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t he subcl @i Nentile dms, |ngﬂhdﬂﬂlsfeﬂhnl he i nvention for manufacturing
heads descr i bemidiehdyabe @derfiiitingsfuina dukeh HieMpianaf depéreterePatdntahgprichd galdst. Vorteilhaf-
t echnol ogy amndvegapildanged egében Bichaus lderi UrtersnagrDetien.c and nechani cal advant ages
of heads- manuf Dab uschfdigemirbesshtidbenrecdrfindungbgeméieVerfahrbroar Kopfimnsteliprgsibintiat die Vorteile
exenpl ary emnplentrenDisnfingechuik endcSpeithetsteliurg piitaliemeagnbtjscires aind medhanischani Vogsilen konverkhe
dr awi ngs:20  tighelFhegpesteliter K3pfe. Es wiginaohfolgend ein magiichemAdsfibrungsbeispieban Hapd wandpichypungen
the first anuo@hecartjutert indengeichnurgen stellen dar.
k/ Fig. 1 ein Ausschnitt aus einem Wafer nach dem ersten und zweiten Verfahrensschritt,
o Fig. 2 der Wafer-Ausschnitt nach einem dritten Verfahrensschritt,
Fig. 3 der Wafer-Ausschnitt nach einem vierten Verfahrensschritt,
25 Fig. 4 der Wafer-Ausschnitt nach einem fiinften Verfahrensschritt,
Fig.5 der Wafer-Ausschnitt nach einem sechsien und siebten Verfahrensschritt,
Fig. 6 der Wafer-Ausschnitt nach einem achten und neunten Verfahrensschritt und
Fig. 7 der Wafer-Ausschnitt nach einem zehnten bis vierzehnten Verfahrensschritt.
In einem ersten Verfahrensschritt zur Herstellung eines Diinnfilmmagnetbandkopfes wird ein Substrat 1

30  (Wafer) mit einer Schicht 2 versehen, die resistentist gegen ein Atzmedium filr das Substrat 1. Das Aufbringen
der Schicht 2 geschieht durch Bedampfen, Sputtern oder durch ein Oxidationsverfahren.

In einem zweiten Verfahrensschritt wird in die Schicht 2 mittels eines photographischen ader photolitho-
graphischen Verfahrens ein Fenster 3 geétzt (Fig. 1).
Im dritten Schritt wird in das Substrat 1 durch das Fenster 3 ein Hohiraum 4 geétzt (Fig. 2).

85 AnschlieBend wird auf das Substrat ein weichmagnetisches Material 5, z.3. Sendust, aufgebracht. Dies
geschieht vorzugsweise durch Zusputtern des Fensters, wobel im Hohlraum 4 ein als nach oben gerichteter
Teil ausgebildetes Prismoid 5 entsteht (Sanduhreffekt) (Fig.3).

Danach wird die Schicht 2 und das darauf aufgebrachte weichmagnetische Material 5 entfernt, beispiels-
weise durch Abstreifung (Stripping) (Fig. 4).
40 In einem sechsten Verfahrensschritt wird das Substrat 1 beiderseitig des Prismoid 6 so weit weggeatzt,
Aok bis der Prismoid sich aus der Substratoberfifiche heraushebt.
- In einem siebten Verfahrensschrift wird das Substrat 1 mit einer Schicht versehen, die als Spaltschicht 7
dient. Dies geschieht mittels Sputtern oder Bedampfung. Die Spaitschicht (Gap-Spacer) bildet spéter den
nichtmagnetischen Luftspalt (Fig. 5).

45 Durch eine asymetrische Atzung, z.B. durch Neigung des Wafers oder der Atzvorrichtung, wird die Spalt-
schicht einseitig dionengedtzt, d.h. abgeschuttete Stellen werden nicht geétzt. Dadurch bleibt die Spaltschicht
nur au einer Seite des Prismoids erhalten. :

AnschlieBend wird auf Substrat 1 eine weitere Schicht 8 aufgebracht,- die ebenfalls aus einem weichma-
gnetischen Matenial, wie z.B. Sendust, besteht (Fig. 6).

50 AnschlieRend wird durch eine Atzung in die Schicht 8 die verschiedenen Teile des Magnetbandkopfes, z.B.
Polschuhe, Wikkelraum etc., iber eine Maske ausgeformt.

AnschlieRend wird das Substrat 1 poliert, wobei die Prismoidenspitze (Keilspitze) entfernt wird.
Danach werden die Kopfwicklungen an den Kopfschenkeln in Diinnfilmtechnik hergestelit.
Der RiickschiuB der Kopfwickiungen wird {iber eine weitere weichmagnetische Schicht geschlossen.

85 Anschlieend wird das Substrat oder der Wafer mit einer weiteren dicken Schicht 9, beispielsweise einem
Metalloxyd wie AL;O; versehen und dadurch geschiitzt (Fig. 7).

SchiieBlich wird der Wafer aufgeteilt, geschiiffen und poliert und kann der weiteren Verarbeitung zugefiihrt
werden.
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raum (4) ein als nach oben gerichteter Keil ausgebildetes Prismoid (6) entsteht.
o) Die Schicht (2) und das darauf aufgebrachte magnetische Material (5) wird entfernt, beispielsweise
durch Abstreifung (Stripping).
20 f) Das Substrat (1) wird beiderseits des Prismoids (6) so weit weggeétzt, bis der Prismoid sich aus dem
Substratsoberfidche heraushebt.
q) Das Substrat (2) wird mit einer Schicht versehen, die als Spaltschicht (7) dient.
h) Durch eine asymetrische Atzung, z.B. durch Neigung des Wafers oder der Atzvorrichtung, wird die
- Spaltschicht (7) teilweise entfernt, wobei auf einer Seite des Prismoids (6) die Spaltschicht erhalten
25 bleibt.
i) Auf dem Substrat (1) wird eine weitere Schicht (8) aufgebracht, die aus einem magnetischen Material
(z.B. Sendust) besteht.
J) Durch Atzung in der weiteren Schicht (8) werden verschiedene Teile des Magnetbandkopfes wie z.B.
Polschuhe, Wickelraum usw. ausgeformt.
30 ' k) Das Substrat (1) wird poliert, wobei die Prismoidenspitze (Keilspltze) entfernt wird.
1) Es werden Kopfwicklungen in Dinnfilmtechnik hergestellt, die die Kopfschenkel des Diinnfilmma-
- gnetbandkopfes bilden.
m) Es wird eine weitere magnetische Schicht aufgetragen, die einen RiickschluR der Kopfwicklungen
herstellt.
35 n) Das Substrat wird mit einer weiteren Schicht {9) beispielsweise einem Metalloxyd wie ALzos verse-
hen und dadurch geschitzt.
o) Der Wafer wird aufgeteilt, geschliffen und poliert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR der Prisomid sich vollstandig aus dem Sub-
40 strat vorhebt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daR das Fenster (3) mit einem phoﬂographischen
oder photolithographischen Verfahren geéatzt wird.

4, Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Fenster (3) rechteckig ausgebildet
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf der Prismoid (6) als Prisma ausge-
bildet wird.

80 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die magnetischen Materialien (5,8) als weich-
magnetische Materialien ausgebildet sind.

Claims
55

1. Method for producing & thin-film magnetic tape head, characterized by the following steps:
a) A substrate (1) (wafer) is provided with a coating (layer) (2) which is resistant to a caustic medium
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regardi ng t he nate}Die&khichtd) und dastdamofiaufgbinkichte trfagrietisehé Materiaf (5) witileatfanmieispieisweise
tape head. Apart durchAbstraifing (Stridpiagh nati on i s possi bl e, whereby eddy
20 f) Das Substrat (1) wird beiderseits des Prismoids (6) so weit weggeétzt, bis der Prismoid sich aus dem
Substratsoberfldche heraushebt.
9) Das Substrat (2) wird mit einer Schicht versehen, die als Spaltschicht (7) dient.
h) Durch eine asymetrische Atzung, z.B. durch Neigung des Wafers oder der Atzvomrichtung, wird die
Spaltschicht (7) teilweise entfernt, wobei auf einer Seite des Prismolds (6) die Spaltschicht erhalten
25 bleibt.
i) Auf dem Substrat (1) wird eine weitere Schicht (8) atifgebfacht. die aus einem magnetischen Material
(z.B. Sendust) besteht.
j) Durch Atzung in der weiteren Schicht (8) werden verschiedene Teile des Magnetbandkopfes wie z.B.
Polschuhe, Wickelraum usw. ausgeformt.
30 k) Das Substrat (1) wird poliert, wobei die Prismoidenspitze (Keilspitze) entfernt wird.
I) Es werden Kopfwickiungen in Dilnnfilmtechnik hergestelit, die die Kopfschenkel des Dannfilmma-
gnetbandkopfes bilden. _
m) Es wird eine weitere magnetische Schicht aufgetragen, die einen Riickschiuft der Kopfwicklungen
hersteiit.
35 n) Das Substrat wird mit einer weiteren Schicht (9) beispielsweise einem Metalloxyd wie AL,O; verse-
hen und dadurch geschiltzt.
o) Der Wafer wird aufgeteilt, geschliffen und poliert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal der Prisomid sich vollstéindig aus dem Sub-
40 strat vorhebt.

N . 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR das Fenster (3) mit einem photographischen
oder photolithographischen Verfahren geétzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder3, dadurch gekennzeichnet, daf das Fenster (3) rechteckig ausgebildet
wird, :

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da der Prismoid (6) als Prisma ausge-
bildet wird. '

% @. VerfahrennachAnspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dat die magnetischen Materialien (5,8) als weich-
magnetische Materialien ausgebildet sind.

Claims

1. Method for producing a thin-film magnetic tape head, characterized by the following steps:
a) A substrate (1) {wafer) is provided with a coating (layer) (2) which is resistant to a caustic medium
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2. Method according to claim 1, characterized in that the prismoid is completely raised out of the substrate.

3. Method according to claim 1, characterized in that the window 3 is etched using a photographic or pho-
tolithograpic technique.

4. Method according to claim 1 or 3, characterized in that the window (3) is rectangular-shaped.
30 5 Method according to claim 1 or 2, characterized in that the prismoid is formed as a prism.

6. Method according to claim 1, characterized in that the magnetic materials (5, 8) are formed as soft mag-
netic materials.

Revendications

1. Procédé pourlafabrication d’'une téte pour bande magnétique en couche mince, caractérisé parles étapes
suivantes :
40 a) Un substrat (1) (tranche de silicium) est revatu d'une couche (2) qui est réslstante & un agent de
W, gravure pour le substrat (1).
= b) Une fenétre (3) est gravée dans la couche (2).

c) Un espace creux (4) est gravé par la fenétre (3) dans le substrat (1).
d) Un matériau magnétique (5) (par exemple Sendust) est appliqué sur le substrat (1), un prismatoide

4% (6) configuré comme un coin dirigé vers le haut tant formé dans I'espace creux (4).
e) La couche (2) etle matériau magnétique (5) qui y est appliqué sont enlevés, par exemple par stripage.
f) Le substrat (1) est enlevé par gravure des deux c6tés du prismatoide {6) jusqu'a ce que le prismatoide
se détache de la surface du substrat.
g) Le substrat (1) est pourvu d'une couche qui sert de couche d’entrefer (7).

so h) La couche d’entrefer (7) est partiellement enlevée par une gravure asymétrique, par exemple par
inclinaison de la tranche de siliciiim ou du dispositif de gravure, le couche d’entrefer restant conservée
sur un c¢bté du prismatoide (6).
i) Une autre couche (8), qui est constituée par un matériau magnétique (par exemple Sendust) est ap-
pliquée sur le substrat (1).

85 J) Différentes parties de la téte pour bande magnétique, comme par exemple les surfaces pour pdle,
I'espace pour les enroulements etc. sont formées par gravure dans la couche supplémentaire (8).
k) Le substrat (1) est poli, la pointe du prismatoide (pointe du coin) étant enlevée.

4
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15 4. Procédé selon reven ication 1 ou 3, caractérisé en ce que la fenétre (3) est econﬁguratlon rectan-
gulaire.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le prismatoide (6) est configuré comme pris-
me. : '

20 6. Procédé selon larevendication 1, caractérisé en ce que les matériaux magnétiques (5, 8) sont configurés
comme des matériaux magnétiques mous.



